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(57)【要約】
【課題】薄膜基板上に、効率的かつ安定的にパターンを
形成する製造方法を提供する。
【解決手段】薄膜基板、薄膜基板固定用粘着シート、硬
質基板の順に積層されており、該薄膜基板固定用粘接着
シートのコア材となる多孔質基材が穿孔を有することで
、予備加乾燥を施さなくても、薄膜基板のパターン形成
時に薄膜基板と固定用粘着シート間での気泡を生じず、
安定的かつ効率的にパターン形成を可能とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄膜基板上にパターン形成を行う際に使用される薄膜基板固定用粘接着シートであって
、パターン形成は薄膜基板、薄膜基板固定用粘接着シート、硬質基板を順に積層してなる
状態においてなされ、ここで使用される固定用粘接着シートは多孔質基材を有し、その多
孔質基材の空孔率は５～９５％であり、かつ孔径は０．０１μｍ～９００μｍの径を有す
る薄膜基板固定用粘接着シート。
【請求項２】
　該固定用粘接着シートの多孔質基材の孔面積は０．０００１μｍ２～４ｍｍ２である請
求項１に記載の薄膜基板固定用粘接着シート。
【請求項３】
　多孔質基材の多孔は穿孔からなり、かつその穿孔は多孔質基材から粘接着剤層に連続し
て貫通されてなる請求項１又は２に記載の薄膜基板固定用粘接着シート。
【請求項４】
　多孔質基材の少なくとも１片に再剥離のための粘接着剤層を有する請求項１～３のいず
れかに記載の薄膜基板固定用粘接着シート。
【請求項５】
　多孔質基材の１５０℃でのＣＴＥが５００ppm以下であることを特徴とする、請求項１
～４のいずれかに記載の薄膜基板固定用粘接着シート。
【請求項６】
　８０℃～２７０℃にて行われる工程を含む薄膜基板上へのパターンの形成を行う際に使
用される、請求項１～５のいずれかに記載の薄膜基板固定用粘接着シート。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の薄膜基板固定用粘接着シートを硬質基板上に積層させ
てなる薄膜基板固定用部材。
【請求項８】
　薄膜基板、固定用粘接着シート、硬質基板を順に積層してなる状態において、該薄膜基
板上にパターンを形成する方法であって、該固定用粘接着シートとして請求項１～６のい
ずれかに記載の薄膜基板固定用粘接着シートを使用する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は薄膜基板固定用粘接着シート及び薄膜基板へのパターン形成方法に関し、より
具体的にはフレキシブル回路基板（ＦＰＣ）や有機ＥＬパネルのベース基板、あるいは電
子ペーパーやフレキシブルディスプレイの駆動回路、パッシブマトリクスあるいはカラー
フィルター、タッチパネルの回路基板や太陽電池の製膜プロセス等の製造における薄膜基
板へのパターン形成の際に使用する薄膜基板固定用粘接着シート、及びその方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、回路基板や有機ＥＬパネルのベース基板、カラーフィルター等の基板は、厚みが
あるために剛性があったため、これらの基板上へのパターン形成時において、基板の固定
や移動等のハンドリングには苦慮せず、正確な位置に固定してこれらの基板上にパターン
形成を行うことが可能であった。実際駆動回路やカラーフィルターはガラス基板上に形成
するのが通常であり、このような十分な剛性を備えたガラス基板に対するパターン形成時
にはなんら問題を生じなかった。
【０００３】
　しかしながら、最近、電子デバイス中の部品やディスプレイ、より具体的にはフレキシ
ブル回路基板（ＦＰＣ）や有機ＥＬパネルのベース基板、あるいは電子ペーパーやフレキ
シブルディスプレイのＴＦＴ（駆動回路）、パッシブマトリクスあるいはカラーフィルタ
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ー、タッチパネルの回路基板や太陽電池そのものにおいて、軽量かつ、衝撃をうけても破
壊しにくく、しかも薄いことを特徴とするタイプの開発が進められている。
【０００４】
　この場合、駆動回路、パッシブマトリクス、カラーフィルター、タッチパネルの回路基
板等は従来のガラス基板ではなく、いわゆる耐熱性のある金属箔やプラスチック基板上に
パターンを形成する必要があるが、これら金属箔やプラスチック基板は薄膜のため、正確
な固定および搬送が難しいという課題が山積している。
　特にパターン形成を行う際には、基板のわずかなゆがみから位置ずれを起こしてしまい
、結果的に大きく歩留まりを低下させてしまう。また、多孔質板を用いた吸着プレートを
用いて基板を固定しても、その吸着部のわずかなくぼみが位置ずれを生じさせ、結果的に
歩留まりを低下させてしまう等の課題が生じている。
【０００５】
　このためＰｈｉｌｉｐｓ Corporationはα‐Ｓｉ TFT- EPDディスプレイを開発するべ
く、ポリイミドをガラス上に塗布してから、転写技術を利用してポリイミド基板をガラス
から引き離す方法を提案しているが、この場合、ガラス基板を取り去るのに、レーザーア
ニーリングを用いることが必要とされ、結果的に新機設備が必要であったり、耐熱の観点
から、安価な薄膜基板を用いることができないという課題がある。
　さらに最近ではRoll to Roll作成プロセスも試みられているが、この場合、従来のバッ
チプロセスではないため、既存のＴＦＴ設備を使用することができず新たな設備が必要に
なる。またロール巻きされた基板の回転と接触に起因するいくつかの問題を克服しなけれ
ばならない。
【０００６】
　一方で、いわゆるベース基材をもつ粘着テープで一時的に固定し、パターン形成後に剥
離する試みも始められているが、最も大きな課題は硬質基板に貼り付けられた粘着テープ
を介して薄膜基板を貼り合わせたのち、パターン形成のための加熱工程に投入すると薄膜
基板と粘着テープ間において、気泡が発生し、パターン形成不良が生じてしまう可能性が
ある。このため、現状では粘着テープを硬質基板に貼り合わせたのち、粘着テープの基材
中の水分を取り除くための予備乾燥工程を十分に通す必要がある。また、いったん予備乾
燥をおこなったものでも３０分～１時間以内にパターン形成工程に通さなければテープ断
面より吸湿し、再び予備乾燥を行わなければ上述の気泡問題が発生する深刻な課題が生じ
ている。さらに、本分野でのパターン形成工程では、不要な部分を除去するための、いわ
ゆる現像工程と呼ばれる薬液処理工程を各層を形成するたびに通す必要があり、この過程
において、必ず吸湿してしまうため、各層のパターン形成前には必ず予備加熱工程を通す
必要があり、結果として高価なパターン形成を行う設備の稼働率を下げてしまい、コスト
が非常に高くなってしまうという深刻な課題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０－３９４７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、電子デバイス中の部品やディスプレイ等に用いられる薄膜基板上にパターン
を形成させる方法において、薄膜基板を用いた場合でも該薄膜基板を正確に固定・搬送し
、位置がずれることなくパターン形成できると共に両面テープを事前に乾燥しなくとも気
泡やゆがみがなく固定でき、非常に効率的かつ安定的にパターン形成を行なうことを課題
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は前記のような従来の問題を解決しようとするものであり、薄膜基板を用いた場
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合でも硬質基板上に穿孔を有する多孔質基材を用いた粘接着性テープを介して固定するこ
とで、気泡なくゆがみなく固定できる。それにより、位置ずれを発生させず安定的にパタ
ーン形成を行え、また搬送後、ダメージなく取り出せることが可能となる方法を提供する
ものであり、そのために下記の手段を採用する。
【００１０】
１．薄膜基板上にパターン形成を行う際に使用される薄膜基板固定用粘接着シートであっ
て、パターン形成は薄膜基板、固定用粘接着シート、硬質基板を順に積層してなる状態に
おいてなされ、ここで使用される固定用粘接着シートは多孔質基材を有し、その多孔質基
材の空孔率は５～９５％であり、かつ孔径は０．０１μｍ～９００μｍの径を有する薄膜
基板固定用粘接着シート。
２．該固定用粘接着シートの多孔質基材の孔面積は０．０００１μｍ２～４ｍｍ２である
１に記載の薄膜基板固定用粘接着シート。
３．多孔質基材の多孔は穿孔からなり、かつその穿孔は多孔質基材から粘接着剤層に連続
して貫通されてなる１又は２に記載の薄膜基板固定用粘接着シート。
４．多孔質基材の少なくとも１片に再剥離のための粘接着剤層を有する１～３のいずれか
に記載の薄膜基板固定用粘接着シート。
５．多孔質基材の１５０℃でのＣＴＥが５００ppm以下であることを特徴とする、１～４
のいずれかに記載の薄膜基板固定用粘接着シート。
６．８０℃～２７０℃にて行われる工程を含む薄膜基板上へのパターンの形成を行う際に
使用される、１～５のいずれかに記載の薄膜基板固定用粘接着シート。
７．１～６のいずれかに記載の薄膜基板固定用粘接着シートを硬質基板上に積層させてな
る薄膜基板固定用部材。
８．薄膜基板、固定用粘接着シート、硬質基板を順に積層してなる状態において、該薄膜
基板上にパターンを形成する方法であって、該固定用粘接着シートとして１～６のいずれ
かに記載の薄膜基板固定用粘接着シートを使用する方法。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、前記に説明した手段により、以下に述べるような効果を奏する。
　即ち、本発明に於ける多孔質基材となる基材が穿孔を有してなる薄膜基板固定用粘接着
シートは、８０～２７０℃の高温雰囲気下において、パターン形成のための硬質基板と、
薄膜基板を１次的に仮固定する材料であって、通常の粘着テープで必要とされる事前の加
熱処理を行わなくてもパターン形成工程の加熱による浮きの不具合を生じさせないことで
、効率的かつ安定的なパターン形成を可能とする。これにより装置稼働率をあげ、安価な
回路部材を提供することができる。
　さらに従来技術による方法とは異なり、該薄膜基板を正確に固定・搬送し、気泡を生じ
ずに位置がずれることなく効率的かつ安定的にパターン形成できることで歩留まりの向上
を図ることが可能であり、かつ、アニーリング工程を必要とせずに安価な耐熱基板を用い
たバッチプロセスを採用できる方法を得て、これによりパターン形成方法を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の薄膜基板固定用粘接着シートを用いて薄膜基板を硬質基板に固定した断
面図
【図２】本発明の薄膜基板固定用粘接着シート断面図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明は、薄膜基板上にパターンを形成させるにあたって、予め硬質基板を用意し、こ
の表面に薄膜基板固定用粘接着シートを介して薄膜基板を固定させることにより、その後
のパターン形成から該薄膜基板を該粘接着剤層から剥離する工程を円滑に行うための発明
である。
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【００１４】
（パターン）
　本発明におけるパターンとは、薄膜基板を、その用途であるフレキシブル回路基板（Ｆ
ＰＣ）や有機ＥＬパネルのベース基板、あるいは電子ペーパーやフレキシブルディスプレ
イの駆動回路、パッシブマトリクスあるいはカラーフィルター、さらにはタッチパネルの
回路基板や太陽電池の製膜プロセス等の用途に使用するために、必要とされる該薄膜基板
上に形成される回路や薄膜、素子等を示す。
　このパターンとしては上記の用途に必要なものであれば良く、パターンの形状や材質は
問わない。
【００１５】
（硬質基板）
　硬質基板として用いられるものとしては、ガラス、金属板、半導体ウエハのほか、なん
ら限定するものではない。十分な強度を有して、基板上に本発明中の薄膜基板固定用粘接
着シートを形成することが可能で、かつ、その薄膜基板固定用粘接着シートの上に、さら
にパターンを形成させる対象である薄膜基板を安定的に積層させることが可能であればよ
い。
　硬質基板の厚みは０．０１ｍｍ～１０ｍｍ、より好ましくは０．０２ｍｍ～７ｍｍ、さ
らにこのましくは０．０３ｍｍ～５ｍｍであり、０．０１～１０ｍｍの厚みであれば、保
持し搬送することが容易であり、かつ耐衝撃性を有する点で好ましい。保持・耐衝撃性を
満たすものならばこの厚みの範囲においてもさらに薄いほうが軽量であるために搬送しや
すくさらに好ましい。
【００１６】
（薄膜基板）
　薄膜基板として用いられるものとしては、少なくとも１層以上からなる基板であって、
ポリイミド、ポリカーボネート、ポリエーテルスルホン、ポリアクリレート、ポリアミド
、ポリノルボルネン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリエ
ーテルエーテルケトン、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、ポリアラミド、ポリフ
ェニレンサルファイド、ステンレス箔等が使用できる。
　またこの他の材料であっても上述のフレキシブル回路基板（ＦＰＣ）や有機ＥＬパネル
のベース基板、あるいは電子ペーパーやフレキシブルディスプレイの駆動回路、パッシブ
マトリクスあるいはカラーフィルター、タッチパネルの回路基板やフレキシブル太陽電池
等の用途に使用可能であればなんら制限をうけない。
　その薄膜基板の構成として、単層のみならず、複層や多層であってもなんら問題はなく
、また耐摩耗性や平滑性の向上、防湿性の向上のためにいずれかの面に処理層が設けられ
てもなんら問題はない。
　薄膜基板の表面粗さは特に制限はないが、パターンが形成される面は平滑であるほうが
好ましく、この点においてＲｍａｘが１０μｍ未満、より好ましくは５μｍ未満であるこ
とが好ましい。
　その厚みは、軽量・薄膜化と同時に最終的に組み立てできる厚みであることが必要なこ
とから、５μｍ～３ｍｍ厚、好ましくは７μｍ～２．５ｍｍ厚、より好ましくは、１０μ
ｍ～２．５ｍｍ厚である。
【００１７】
　薄膜基板の弾性率はパターン形成工程でのハンドリングによる折れ曲がり防止等を考慮
すると、ある程度の弾性率を有するものが好ましく、具体的には１００ＭPa以上 、より
好ましくは２００ＭＰa以上である。１００ＭＰa以上のフィルムであれば、パターン形成
後のハンドリングにおいて、薄膜基板のシワ・折れを頻繁に生じることなく、歩留まりが
低下しない。さらに弾性率が低いフィルムのように、一般的に加熱により軟化溶融して使
用が難しいという欠点が解消される。
　また薄膜基板のガラス転移温度（Ｔｇ）は室温でのハンドリング性・ゆがみ制御を考慮
すると、２３℃以上であることが好ましい。
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【００１８】
　特にＴＦＴ（駆動回路）やカラーフィルター、タッチパネルの回路基板の形成において
は150℃以上の加熱工程下にて処理されることが一般的であり、ＣＴＥ値（線膨張係数）
が大きな材料を使用すると、硬質基板とのＣＴＥ値の差により、パターン形成時の膨張・
収縮が生じ回路形成時のずれ等が発生し、結果として歩留まりが下がる等の問題が発生し
てしまうため、この値は重要である。
　具体的には１５０℃でのＣＴＥ値が４００ｐｐｍ未満のものが使用でき、より好ましく
は３５０ｐｐｍ未満、さらに好ましくは３００ｐｐｍ未満の薄膜基板を使用するのがよい
。１５０℃でのＣＴＥ値が４００ｐｐｍ以上の場合、１５０℃以上のパターン形成におい
て、各回路層形成時の位置ずれが生じてしまい、結果的に歩留まりが低下する結果がみら
れた。
【００１９】
（薄膜基板固定用粘接着シートの多孔質基材）
　薄膜基板固定用粘接着シートの多孔質基材となる基材としては、ポリエチレンテレフタ
レート、ポリウレタン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリアミド、ポリイミド、ポリカ
ーボネート、ポリエーテルスルホン、ポリアクリレート、ポリノルボルネン、ポリエチレ
ンナフタレート、ポリエーテルエーテルケトン、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド
、ポリアラミド、ポリフェニレンサルファイド、ポリスチレン、フッ素樹脂などの少なく
とも１層以上からなるフィルムや、ポリウレタン、ポリスチレン、ポリエチレンテレフタ
レートなどのポリマー繊維、レーヨンまたは酢酸セルロースなどの合成繊維、およびガラ
ス繊維または炭素繊維などの無機繊維やこれらの混合体、紙からなる不織布および織布等
が挙げられる。またこれより他の材料であってもなんら制限をうけない。基材の材料が繊
維からなる場合、繊維-繊維間隙の結果として、自然に穿孔を有することになるが、いわ
ゆる穿孔を初期から有さないフィルムに関しては例えば下記に示すような方法により、穿
孔を形成することができる。
【００２０】
　例えばプレス機（トムソンプレス等）または回転ロール（パンチングマシン、針付き回
転ロール）による打ち抜き、レーザー、重イオンビーム、ドリル、水ジェット処理、薬液
によるエッチング処理等を挙げることができる。そのほか多孔質基材を工程フィルム上に
いったん形成したのち、取り出す方法として、相転換法、延伸法、溶融法、焼結法等各種
の方法を採用できる。
　このような穿孔を有するフィルムの厚さは１μｍ～３ｍｍ厚であることが好ましく、よ
り好ましくは３μｍ～２．５ｍｍ、さらに好ましくは５μｍ～１ｍｍ厚であることが好ま
しい。１μｍより厚い場合は、通気性能が十分であり、また、薄膜基板固定用粘接着シー
トの貼り合わせ時に十分な剛性を有するので、シワ・折れを生じにくく、薄膜基板固定用
粘接着シートに必要な面内均一性を保つことができる。
【００２１】
　さらに多孔質基材は空孔率が５～９５％が好ましく、５～９０％がより好ましい。さら
に好ましくは１０～８０％である。空孔率が５％以上であれば、通気性能が十分であり、
本明細で目的としている脱湿特性が得られる。また、９５％以下の空孔率の場合、基材本
来の剛性を保つことができ、粘接着剤層形成工程あるいは、硬質基板への貼り合わせ時に
容易に変形することがなく、結果として固定材として必要な面内均一性を保つことができ
る。このような多孔質基材を採用することにより加熱時において発生する水等の気体が薄
膜基板固定用粘接着シートと薄膜基板との間に滞留せず、薄膜基板に浮きが発生すること
もない。
　また、孔径に関しては０．０１μｍ～９００μｍが好ましいが、さらに好ましくは０．
０１μｍ～７００μｍである。０．０１μｍ以上の場合には目的とする脱湿特性が得られ
る。また、９００μｍ以下では、パターンを形成する薄膜基板を貼り合わせても、穿孔部
分にくぼみが生じることがなく、面内の高さ均一性を保つことができる。また、孔面積は
０．０００１μｍ２～４ｍｍ２の大きさが好ましい。さらに該穿孔は脱湿の観点より独立



(7) JP 2012-184324 A 2012.9.27

10

20

30

40

50

気泡ではなく、連続気泡であることが好ましい。
　このような穿孔を有する多孔質基材はコロナ放電処理、火炎処理、プラズマ処理、スパ
ッタエッチング処理、下塗り（例プライマー）、フッ素処理、薬液による脱脂処理等、防
湿や粘接着剤との密着性を高めるための処理を行ってもよい。特に、下塗り処理やコロナ
処理がされていることが望ましい。
【００２２】
（粘接着性組成物）
　粘接着性組成物に関しては、薄膜基板固定用粘接着シートを介して硬質基板と薄膜基板
を貼り合わせ・固定するというその役目により、薄膜基板を硬質基板に十分な粘接着性を
もって固定できる組成物であることが必要である。本発明における粘接着剤は粘着剤ある
いは接着剤として機能する剤を包含する。
　ここで、このような粘接着剤としては、有機系接着剤、具体的には天然ゴム接着剤、α
-オレフィン系接着剤、ウレタン樹脂系接着剤、エチレン－酢酸ビニル樹脂エマルション
接着剤、エチレン－酢酸ビニルホットメルト接着剤、エポキシ樹脂系接着剤、塩化ビニル
樹脂溶剤系接着剤、クロロプレンゴム系接着剤、シアノアクリレート系接着剤、シリコー
ン系接着剤、スチレン－ブタジエンゴム溶剤系接着剤、ニトリルゴム系接着剤、ニトロセ
ルロース系接着剤、反応性ホットメルト接着剤、フェノール樹脂系接着剤、変性シリコー
ン系接着剤、ポリアミド樹脂ホットメルト接着剤、ポリイミド系接着剤、ポリウレタン樹
脂ホットメルト接着剤、ポリオレフィン樹脂ホットメルト接着剤、ポリ酢酸ビニル樹脂溶
剤系接着剤、ポリスチレン樹脂溶剤系接着剤、ポリビニルアルコール系接着剤、ポリビニ
ルピロリドン樹脂系接着剤、ポリビニルブチラール系接着剤、ポリベンズイミダゾール接
着剤、ポリメタクリレート樹脂溶剤系接着剤、メラミン樹脂系接着剤、ユリア樹脂系接着
剤、レゾルシノール系接着剤等及びこれらの樹脂からなる粘着剤を用いることができる。
またその他の材料であってもなんら制限はない。
【００２３】
　粘接着性組成物は、より具体的にはゴム系、アクリル系、シリコーン系、ウレタン系粘
接着剤を用いてもその他の材料を用いても、なんら制限はない。ここでは具体例として、
アクリル系粘接着剤を例にとるが、これ以外の材料においてもなんら制限がない。
　また、粘接着性組成物は、粘着性成分（ベースポリマー）のほかに、架橋剤（例えば、
ポリイソシアネート、アルキルエーテル化メラミン化合物など）、粘着付与剤（例えば、
ロジン誘導体樹脂、ポリテルペン樹脂、石油樹脂、油溶性フェノール樹脂など）、ゴム、
可塑剤、充填剤、老化防止剤などの適宜な添加剤を含んでいてもよい。
【００２４】
　さらに多孔質基材を用いて薄膜基板固定用粘接着シートを作成する場合には、反対面に
も同様の処理を行い両面の薄膜基板固定用粘接着シートを作成することができる。片面の
み接着層をほどこした薄膜基板固定用粘接着シートの場合、粘接着剤層を有さない面を硬
質基板面と貼り合わせ、さらに貫通孔をほどこした硬質基板を用い、硬質基板面側より吸
引することで、固定することができる。
　上記のように、粘接着剤としては、より具体的にはゴム系、アクリル系、シリコーン系
、ウレタン系粘接着剤を用いても、あるいはその他の材料を用いても、なんら制限はない
。ここでは具体例として、アクリル系粘接着剤を例にとるが、これ以外の材料においても
なんら制限がない。
　特に薄膜基板を固定する面はパターン形成時には十分に粘着力が必要であるが、パター
ン形成後はストレス・ダメージなく、薄膜基板を取り出す必要があるため、接着剤と比較
し、粘接着剤を用いる方がより好ましい。
　このような粘接着剤は有機溶剤あるいは水中に適宜溶解させ、剥離ライナー上にバーコ
ーターあるいはマイヤーバー、ロールコーターやダイコーター等の手段を用いて塗布し、
必要に応じて乾燥工程を経ることで、粘接着剤層を形成できる。しかる後、多孔質基材と
貼り合わせることで粘着シートを形成することが可能となる。両面に粘接着剤層を形成す
る場合には、本操作の繰り返しにより、両面に粘着層を有する薄膜基板固定用粘接着シー
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トを形成することが可能となる。
【００２５】
　粘接着剤層の厚みとしては０．１μｍ～８００μｍが好ましく、より好ましくは０．１
μｍ～７００μｍが好ましい。また多孔質基材を介して同様あるいは異種の粘接着剤を両
面に塗布した両面テープの形であってもなんら問題はない。この際の総厚は１μｍ～６ｍ
ｍ、好ましくは１μｍ～３ｍｍ、さらに好ましくは１μｍ～２．５ｍｍであり、１μｍよ
り厚いことにより、薄膜基板を固定するために十分な接着力を得ることができ、１ｍｍ以
下であれば、パターン形成工程の後工程にあたる薬液工程にて粘接着剤および多孔質基材
がダメージをうけることがないので、端部より薬液が浸入せず、固定の不具合やデラミの
不具合を生じるおそれがない。また、脱湿特性の観点からみると、多孔質基材が穿孔を有
していることは必須であるが、粘接着剤も穿孔を有していることがより好ましく、さらに
好ましくは薄膜固定用粘接着シートの多孔質基材および粘接着剤層が同一位置で貫通して
いる構造をなしている場合、より好ましい。この場合、本来目的としていた脱湿特性が得
られるだけでなく、薄膜基板の剥離工程において、結果的に粘接着剤層が接触する面積が
減少するため、結果的によりダメージ・ストレスなく、パターン形成後の薄膜基板を取り
出すことができ歩留まりを向上させることができる。
　粘接着剤層を多孔質基材上に設けるに際しては、粘接着剤の流動性が高いと多孔質基材
が備えている孔を閉塞する可能性が高くなるので、そのようなことがないように、粘接着
剤層を形成することが重要である。
【００２６】
　粘接着剤層を形成する組成物の貯蔵弾性率は２３℃～１５０℃の間で１×１０４～１×
１０７Ｐａが好ましい。１×１０４Ｐａ以上では、パターン形成時に粘接着剤層が薄膜基
板の膨張・収縮を抑制することができ、結果的に変形しないので、パターンずれを発生さ
せない。一方１×１０７Ｐａ以下では、硬質基板や薄膜基板に対する接着性が得られ、浮
きやはがれを生じない。これらの貯蔵弾性率は、架橋剤を含む硬化剤のほか、シリカ、粘
着付与剤、可塑剤等の添加によっても調整可能であるから特に問題はない。
　また、パターン形成過程が８０℃～２７０℃の加熱環境で２０分～３時間程度で処理さ
れることが多いことから、本粘・接着シートは、本用途において１５０℃×１時間加熱後
の粘着力の値が、加熱前測定値の３倍以内であることが望ましい。加熱後粘着力が３倍以
内の粘・接着シートは薄膜基板の微小な凹凸に完全に追従することがないので、剥離が困
難となることがない。
【００２７】
　薄膜基板に対する粘接着剤の加熱による濡れ性を抑制するため、アクリルポリマー中に
グリシジルメタクリレートとアクリル酸を共重合させ、パターン形成時の加熱工程によっ
て、熱硬化させることで濡れ性を抑制してもよい。そのほかの方法として、加熱前後での
粘着力の上昇を抑制するために、重合時にアクリルモノマー全体に対するアクリル酸の重
量比率を7％未満におさえることも効果的である。その他、可塑剤やワックス、界面活性
剤、接触面積を減らすためのシリカといった成分を添加してもなんら問題はない。
【００２８】
　薄膜基板の剥離工程においてピール速度３００ｍｍ/分での１８０度ピール粘着力は２
Ｎ/１０ｍｍ以下、好ましくは１．５Ｎ/１０ｍｍ以下、さらに好ましくは１．０Ｎ/１０
ｍｍ以下である。
　２Ｎ/１０ｍｍ以上では、薄膜基板の剥離が容易ではなく、結果として剥離時にダメー
ジを与えてしまい、薄膜基板やその上に形成したパターンを傷つけることになり、良品率
が低下してしまう問題がある。剥離過程においては、実質剥離力がゼロに近ければ近いほ
ど、剥離時のダメージが生じないため、これがより好ましい。
【００２９】
　このように、パターン形成プロセスでは粘着力が高いことが望ましい。しかしながら、
薄膜基板上にパターンを形成した後には粘接着剤層から薄膜基板を剥離することが必要で
あるから、薄膜基板剥離時には過度に薄膜基板に力がかかることによるストレス・ダメー
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ジなく円滑に剥離させることが重要である。
【００３０】
　こういった観点から、例えば紫外線や電子線等のエネルギー線を照射することにより粘
接着力を低下させることができる粘接着性組成物や、加熱することにより粘接着力を低下
させることができる組成物からなる粘接着性組成物を用いることができる。
　紫外線や電子線等のエネルギー線を照射することにより粘接着力を低下させることがで
きる粘接着性組成物として、例えばアクリル系を用いる場合、ポリマー骨格中にＣ＝Ｃ結
合導入されているポリマーを用いたり、アクリレート、ウレタンオリゴマーといわれるＣ
＝Ｃ２重結合を含む化合物を添加し、光重合開始剤と呼ばれる化合物を有機溶剤下で混合
してなる粘接着性組成物を使用できる。
　これを剥離ライナー上にバーコーターで塗布後、１２０℃×５分乾燥させることで所定
の粘接着シートを得ることができる。このようにして得られた薄膜基板固定用粘接着シー
トは上述のように紫外線照射で容易に粘着力を低下させることができる。
　そのほか、加熱により粘着力を低下させる方法として松本油脂等で販売されている「マ
イクロスフェアーシリーズ」等のマイクロカプセルを粘接着性組成物中に配合し・塗布す
ることで、加熱による、マイクロカプセルの膨張により、粘接着剤‐被着体界面に物理的
な凹凸を発生させ、結果粘接着力を極小まで変化させる方法を用いることもできる。
【００３１】
　また、加熱することにより粘接着力を低下させることができる粘接着性組成物としては
、松本油脂等で販売されている「マイクロスフェアーシリーズ」等のマイクロカプセル等
の発泡剤を粘接着剤中に配合した粘接着性組成物を採用する。これを塗布してなる粘接着
剤層は加熱によるマイクロカプセルの発泡・膨張により、粘接着剤層‐被着体界面に物理
的な凹凸が発生し、薄膜基板と粘接着剤層との接着面積が著しく減少するため、結果的に
粘接着力を極小まで変化させることができ、この結果として薄膜基板を発泡した粘接着剤
層から容易に剥離することができる。
　なかでも、加熱することにより粘着力を低下させることができる粘接着性組成物として
は、加熱時に熱膨張性微小球等の発泡剤の膨張及び／又は発泡を可及的に拘束しないよう
なものが好ましく、例えば、ゴム系粘着剤、アクリル系粘着剤、ビニルアルキルエーテル
系粘着剤、シリコーン系粘着剤、ポリエステル系粘着剤、ポリアミド系粘着剤、ウレタン
系粘着剤、スチレン－ジエンブロック共重合体系粘着剤、これらの粘着剤に融点が約２０
０℃以下の熱溶融性樹脂を配合したクリープ特性改良型粘着剤などの公知の粘接着剤を１
種又は２種以上組み合わせて用いることができる。
【００３２】
　上記粘接着性組成物に架橋剤を添加する場合は、その添加量としては、ベースポリマー
１００重量部に対して０．０１～１０重量部が好ましく、さらに好ましくは０．０１～８
 重量部である。なお、架橋剤としては、イソシアネート系架橋剤、エポキシ系架橋剤、
メラミン系架橋剤、チウラム系架橋剤、樹脂系架橋剤、金属キレートなどの架橋剤を用い
ることができる。
【００３３】
　前記熱膨張性微小球としては、例えば、イソブタン、プロパン、ペンタンなどの加熱に
より容易にガス化して膨張する物質を、弾性を有する殻内に内包させた微小球であればよ
い。前記殻は、熱溶融性物質や熱膨張により破壊する物質で形成される場合が多い。前記
殻を形成する物質として、例えば、塩化ビニリデン－アクリロニトリル共重合体、ポリビ
ニルアルコール、ポリビニルブチラール、ポリメチルメタクリレート、ポリアクリロニト
リル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスルホンなどが挙げられる。熱膨張性微小球は、慣用の
方法、例えば、コアセルベーション法、界面重合法などにより製造できる。なお、本発明
の熱膨張性微小球としては、例えば、松本油脂製薬（株）製、商品名「マツモトマイクロ
スフェアー Ｆ３０Ｄ、Ｆ５０Ｄ」などの市販品を使用することも可能である。
【００３４】
　また、加熱処理により粘接着剤層の接着力を効率よく低下させるため、体積膨張率が５
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倍以上、なかでも７倍以上、特に１０倍以上となるまで破裂しない適度な強度を有する熱
膨張性微小球が好ましい。
【００３５】
　熱膨張性微小球等の発泡剤の配合量は、粘接着剤層の膨張倍率や粘着力（接着力）の低
下性などに応じて適宜設定し得るが、一般には粘接着剤層を形成するベースポリマー（例
えば、アクリル系の粘着剤である場合にはアクリルポリマー）１００重量部に対して、例
えば１～１５０重量部、好ましくは５～１００重量部である。上記熱膨張性微小球等の発
泡剤の配合量が１重量部未満では、十分な易剥離性を発揮することができない場合があり
、一方、配合量が１５０重量部を超えると、粘接着剤層表面が凸凹して接着性が低下する
場合がある。特に本発明においては、薄膜基材が破壊しない程度に容易に剥離できればよ
く、かつ、薄い粘接着剤層を形成する場合は、熱膨張性微小球等の発泡剤の配合量をある
程度少なく抑えることが表面状態を安定的に形成する上で好ましい。この点から、完全剥
離（粘着力がゼロとなる）のために必要な配合量の半分程度の配合量（３０～８０重量部
）が最適である。
【００３６】
　本発明の粘接着剤層の熱膨張開始温度は、薄膜基材およびその上に形成された層の耐熱
性などに応じて適宜決定され、特に限定するものではない。なお、本発明における「熱膨
張開始温度」とは、熱膨張性微小球等の発泡剤を熱分析装置（ＳＩＩ・ナノテクノロジー
（株）製、商品名「ＴＭＡ／ＳＳ６１００」）を使用し、膨張法（荷重：１９．６Ｎ、プ
ローブ：３ｍｍφ）にて測定した際の、熱膨張性微小球の膨張が開始した温度である。
【００３７】
　上記熱膨張開始温度は、熱膨張性微小球等の発泡剤の種類や粒径分布などによって適宜
制御することができる。特に、熱膨張性微小球を分級し、使用する熱膨張性微小球の粒径
分布をシャープにすることにより容易に制御することができる。分級方法としては、公知
の方法を用いることができ、乾式・湿式のいずれの方法を用いてもよく、分級装置として
は、例えば、重力分級機、慣性分級機、遠心分級機など公知の分級装置を用いることが可
能である。
　熱膨張性微小球を含有する場合の粘接着剤層の厚さとしては、例えば、３μｍ～７００
μｍ、好ましくは５μｍ～６００μｍ程度である。
　熱膨張性微小球を含有する粘接着剤層の場合は、含有する熱膨張性微小球の最大粒径よ
り厚ければよく、この場合には熱膨張性微小球が粘接着性組成物からなる層表面に凹凸を
形成させることがない。
【００３８】
（セパレータ）
　本発明において、粘接着剤層を形成した後、多孔質基材上に該粘接着剤層を積層させる
前に、場合により該粘接着剤層表面の汚染防止の目的でセパレータとして剥離ライナーを
積層させておくことができる。
　用いられるセパレータとしては、特に限定されず、公知の剥離紙などを使用できる。例
えば、シリコーン系、長鎖アルキル系、フッ素系、硫化モリブデン系等の剥離剤により表
面処理されたプラスチックフィルムや紙等の剥離層を有する基材；ポリテトラフルオロエ
チレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリフッ化ビニル、ポリフッ化ビニリデン、
テトラフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロピレン共重合体、クロロフルオロエチレン
・フッ化ビニリデン共重合体等のフッ素系ポリマーからなる低接着性基材；オレフィン系
樹脂（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレンなど）等の無極性ポリマーからなる低接着
性基材などを用いることができる。
　また、セパレータ上に形成した粘接着剤層を多孔質基材に積層させた後にも、該セパレ
ータを使用直前まで剥離しないこともできる。
【００３９】
（薄膜基板固定用粘接着シートの製造方法）
　本発明の薄膜基板固定用粘接着シートを製造する方法としては、前記に示す各種の薄膜
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基板固定用粘接着シートの多孔質基材を準備する。
　この多孔質基材上に、バーコーター、マイヤーバー、ロールコーター、ダイコーター等
の任意の塗布手段により塗布し、次いで乾燥を行うことにより粘接着剤層を形成すること
ができ、また、前記のようにセパレータ上にバーコーター、マイヤーバー、ロールコータ
ー、ダイコーター等の任意の手段により粘接着剤を塗布し、これを乾燥することにより粘
接着剤層を形成し、形成された層を多孔質基材に転写することにより多孔質基材上に粘接
着剤層を形成する手段を採用することができる。
【００４０】
　多孔質基材の片面に粘接着剤層を形成して薄膜基板固定用粘接着シートを作成すること
ができ、さらに両面に接着剤層を形成して薄膜基板固定用粘接着シートを作成する場合に
は、反対面にも同様の処理を行い両面の薄膜基板固定用粘接着シートを作成することがで
きる。片面のみ接着層をほどこした薄膜基板固定用粘接着シートの場合、粘接着剤層を有
さない面を硬質基板面と貼り合わせ、さらに貫通孔をほどこした硬質基板を用い、硬質基
板面側より吸引することで、固定することができる。
　このような粘接着剤は前記のように有機溶剤あるいは水中に適宜溶解させ、剥離ライナ
ー上にバーコーターあるいはマイヤーバーを用いて塗布し、必要に応じて乾燥工程を経る
ことで、粘接着剤層を形成できる。しかる後、多孔質基材と貼り合わせることで粘着シー
トを形成することが可能となる。両面に粘接着剤層を形成したい場合は、本操作の繰り返
しにより、両面に粘着層を有する薄膜基板固定用粘接着シートを形成することが可能とな
る。
【００４１】
　また、脱湿特性の観点からみると、多孔質基材が穿孔を有していることは必須であるが
、粘接着剤も穿孔を有していることがより好ましく、さらに好ましくは薄膜基板固定用粘
接着シートの多孔質基材および粘接着剤が同一位置で貫通している構造をなしている場合
がより好ましい。
　このため、後で多孔質基材となるが、未だ穿孔を有しない基材を選択した場合、粘接着
剤層を形成した後にその粘接着剤層と該基材に対して、前記の例えばプレス機（トムソン
プレス等）または回転ロール（パンチングマシン、針付き回転ロール）による打ち抜き、
レーザー、重イオンビーム、ドリル、水ジェット処理、薬液によるエッチング処理等を挙
げることができる。
　その穿孔を設ける工程において、工程フィルムを別に用意し、この工程フィルム上に粘
着剤層を形成した基材を積層させ、続いて工程フィルムごと基材に穿孔し、最後に相転換
、延伸、溶融、焼結等、公知の剥離手段を採用できる。
　このような工程によれば、穿孔工程は粘接着剤層を設けた基材を対象にして行うことが
でき、得られる薄膜基板固定用粘接着シートは多孔質基材および粘接着剤が同一位置で貫
通する構造とすることができる。
【００４２】
　また、多孔質基剤を用いる場合には、例えばセパレータ上に粘接着剤層を形成し、該粘
接着剤層に対して該セパレータごと上記の手段を用いて穿孔を設け、得られた穿孔を有す
る粘接着剤層を多孔質基材に転写することにより薄膜基板固定用粘接着シートを形成する
ことができる。
　このとき、多孔質基材として合成繊維、およびガラス繊維または炭素繊維などの無機繊
維やこれらの混合体、紙からなる不織布および織布等を選択した場合には、このような多
孔質基材には穿孔である孔が不規則に多数存在するので、穿孔が設けられた粘接着剤層を
転写した場合であっても、粘接着剤層の穿孔が多孔質基材の穿孔と連通することが可能と
なる。
【００４３】
（薄膜基板固定用粘接着シートの使用方法）
　本発明の薄膜基板固定用粘接着シートは図１に示すように、硬質基板１上に薄膜基板固
定用粘接着シート２を設け、さらにその上に薄膜基板３を積層して、その薄膜基板３に対
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してパターン化Ａを行うことにより、各種のフレキシブルディスプレーに必要な回路等を
形成する。
　その薄膜基板固定用粘接着シート２の中でも両面に粘接着剤層を形成してなるものは、
図２にて示す構造を備えており、多孔質基材の両面に粘接着剤層４が設けられている。
　そして、そのような薄膜基板固定用粘接着シート２を使用して薄膜基板３と硬質基板１
を貼り合わせることにより薄膜基板を硬質基板上に固定し、このようにして固定された薄
膜基板３上に任意の手段により回路や配線を形成するためのパターン化を行うことができ
る。
【００４４】
（フレキシブル回路基板製造工程）
　本発明の薄膜基板固定用粘接着シートを使用してフレキシブル回路基板を製造する場合
には、図１に示すように、薄膜基板３であるフレキシブル回路基板の基材フィルムを硬質
基板１上に設けた薄膜基板固定用粘接着シート２により仮固定した状態で、該フレキシブ
ル回路基板の基材フィルム上に回路や素子を形成し、あるいは素子を実装することにより
フレキシブル回路基板を製造する。
【００４５】
　具体的には、まず、薄膜基板３であるフレキシブル回路基板の基材フィルムを硬質基板
１に薄膜基板固定用粘接着シート２を介して仮固定し、各種のパターン化Ａの処理により
仮固定されたフレキシブル回路基板の基材フィルム上に回路を形成し、次いで素子を固定
することにより得られる。前記フレキシブル回路基板の基材フィルムを固定する硬質基板
１としては、フレキシブル回路基板の基材フィルムを保持することができればよく、特に
限定されないが、フレキシブル回路基板の基材フィルムより硬質材料のものが好ましく用
いられ、例えば、シリコン、ガラス、ＳＵＳ板、銅板、アクリル板などが挙げられる。硬
質基板の厚さとしては、０．０１～１０ｍｍ、さらに０．４ｍｍ以上（例えば、０．４～
５．０ｍｍ）が好ましい。
【００４６】
　硬質基板１上に薄膜基板固定用粘接着シート２を介してフレキシブル回路基板用フィル
ムを貼り合わせる方法としては、硬質基板１と薄膜基板固定用粘接着シート２とを密着さ
せることができればよく、例えば、ローラーやヘラ、プレス機などを使用して貼り合わせ
ることができる。
【００４７】
　フレキシブル回路基板を構成する基板材料としては、耐熱性、寸法安定性、ガスバリア
性、表面平滑性を有する材料であれば特に限定されることはなく、例えば、ポリカーボネ
ート、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、
環状オレフィン系ポリマー、ポリアリレート、芳香族ポリエーテルケトン、芳香族ポリエ
ーテルスルホン、全芳香族ポリケトン、液晶ポリマー、ポリイミドなどからなるフィルム
を使用することができる。また、これらのフィルムに、必要によりガスバリア性向上のた
めの被膜形成を行ってもよい。
　また、銅張積層板、メンブレン配線板、多層フレキシブル回路基板を基板材料として採
用しても良く、ビアホール加工等を行ってなる基板も使用することができる。
【００４８】
　これらのフィルムの厚さとしては、配線部の厚さを除外して例えば８００μｍ以下程度
、好ましくは３μｍ～７００μｍ程度、特に好ましくは５μｍ～７００μｍ程度である。
　フレキシブル回路基板としては、片面回路、両面回路、多層回路等の各フレキシブル回
路基板とすることができ、回路の形成のみではなく、素子等を実装することもできる。薄
膜基板の両面に回路を形成するには、片面に回路を形成した後、その回路形成面を薄膜基
板固定用粘接着シートを介して硬質基板に固定して他面に回路を形成する手段を採用でき
る。
　フレキシブル回路基板の基材フィルム上に形成する有機トランジスタ材料としては、特
に限定されることがなく、低分子系有機半導体材料、高分子系有機半導体材料、有機・無
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機ハイブリッド半導体材料を使用でき、ゲート絶縁材料としては有機ポリマー材料や無機
材料を使用できる。
【００４９】
　有機トランジスタを形成する手段としては、転写法などによることができるが、電極や
配線はフィルム上に直接描画することにより形成することができる。それらの材料として
は、銀等の金属ナノ粒子を含有する金属ナノペーストやインク、金属酸化物のナノ粒子を
含有するペーストやインクを採用できる。また導電性ポリマーの溶液などを採用しても良
い。
　これらのトランジスタ、電極・配線の描画方法としては、インクジェット法、スクリー
ン印刷法、グラビア印刷、フレキソ印刷、ナノプリント技術を採用することができる。
さらにＴＦＴ回路等を転写によってフィルム上に形成しても良い。
【００５０】
　このようにして製造されるフレキシブル回路基板上に、さらに液晶ディスプレイや有機
ＥＬディスプレイ等の表示層を形成させるために必要な層を形成させることが可能であり
、それぞれのディスプレイに応じた層構造となるように加工される。
【００５１】
　フレキシブル回路基板の製造方法においてはフレキシブル回路基板製造工程後に、さら
に、フレキシブル回路基板を硬質基板から剥離する工程を設けることが好ましい。剥離さ
れたフレキシブル回路基板は、周知慣用の方法で回収される。
【００５２】
　また、フレキシブル回路基板剥離工程においては、薄膜基板固定用粘接着シートの粘接
着剤層の粘接着力を低下させ、フレキシブル回路基板形成工程を経て得られたフレキシブ
ル回路基板を支持板から剥離させることが好ましい。
【００５３】
　粘接着剤層として活性エネルギー線硬化型粘接着剤層を有する粘接着性組成物を使用し
て仮固定した場合、活性エネルギー線（例えば、紫外線）を照射することにより粘接着力
を低下させることができる。活性エネルギー線照射の照射強度、照射時間等の照射条件は
、特に限定されるものではなく、適宜必要に応じて設定することができる。
　しかしながらフレキシブル回路基板の耐熱温度を考慮して、加熱により粘接着力を低下
させることによりフレキシブル回路基板を支持板から剥離させる場合には、その加熱温度
を該耐熱温度より低い温度とすべきであり、この点において、紫外線等の活性エネルギー
線による剥離を行う手段が好ましい。
【００５４】
　粘接着剤層として熱剥離型粘接着剤層を有する薄膜基板固定用粘接着シートを使用して
仮固定した場合、加熱することにより粘接着力を低下させることができる。加熱手段とし
ては、粘接着剤層を加熱して、含有する熱膨張性微小球等の発泡剤を速やかに膨張及び／
又は発泡させることができればよく、例えば、電熱ヒーター；誘電加熱；磁気加熱；近赤
外線、中赤外線、遠赤外線などの電磁波による加熱；オーブン、ホットプレートなどを特
に制限なく使用することができる。
　加熱温度としては、粘接着剤層が含有する熱膨張性微小球が膨張及び／又は発泡する温
度であり、かつ形成したフレキシブル回路基板を損傷しない温度であればよい。
【００５５】
（有機ＥＬパネル製造工程）
　本発明の薄膜基板固定用粘接着シート２を使用して有機ＥＬパネルを製造する場合には
、薄膜基板３である有機ＥＬパネル用支持フィルムを硬質基板１上に形成された薄膜基板
固定用粘接着シート２により仮固定した状態で、該有機ＥＬパネル用支持フィルム上に発
光層及び波長を調整する層、カバー層等を形成することにより製造する。
【００５６】
　具体的には、本発明中の薄膜基板３として必要に応じて金属酸化物により被覆されてな
る樹脂フィルムを採用する。これを硬質基板１に薄膜基板固定用粘接着シート２を介して
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仮固定し、仮固定された樹脂フィルム上に絶縁層、ＩＴＯ，酸化インジウム、ＩＺＯ，銀
等の電極、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、ＲＧＢカラーフィルター等を任意の順に形
成することにより得られる。前記硬質基板１を構成する材料としては、貼り合わされる電
子ペーパー支持フィルムを保持することができればよく、特に限定されないが、有機ＥＬ
パネル用支持フィルムより硬質材料のものが好ましく用いられ、例えば、シリコン、ガラ
ス、ＳＵＳ板、銅板、アクリル板などが挙げられる。このような硬質基板の厚さとしては
０．０１ｍｍ～１０ｍｍ、さらには０．４ｍｍ以上（例えば、０．４ｍｍ～５．０ｍｍ）
が好ましい。
【００５７】
　硬質基板１上に固定用粘接着シート２を介して薄膜基板３である有機ＥＬパネル用支持
フィルムを貼り合わせる方法としては、硬質基板１と有機ＥＬパネル用支持フィルムとを
密着させることができればよく、例えば、ローラーやヘラ、プレス機などを使用して貼り
合わせることができる。
【００５８】
　薄膜基板３である有機ＥＬパネル用支持フィルムを構成する材料としては、平滑性、ガ
スバリア性及び水蒸気バリア性に優れ、かつ発光に必要な各層を形成させた後においても
柔軟性を発揮することができる材料であれば特に限定されることはなく、例えば、樹脂層
、酸化シリコン層や窒化シリコン層等のバリア層により被覆されてもよいポリエチレンテ
レフタレート（ＰＥＴ）、ポリイミド、芳香族ポリエーテルサルフォンからなるフィルム
、ポリエチレンナフタレート（PEN）さらに場合により極薄ガラスを使用することができ
る。
【００５９】
　このような有機ＥＬパネル用支持フィルムの厚さとしては、例えば３ｍｍ以下程度、好
ましくは５μｍ～２．５ｍｍ程度、特に好ましくは７μｍ～２．５ｍｍ程度である。
　有機ＥＬパネル用支持フィルム上に形成する有機ＥＬ用の各層としては、ガスバリア性
、水蒸気バリア性向上のための層以外について、従来のガラス基板上に設ける有機ＥＬの
ための積層構造と同様であり、その積層手段についてもガラス基板上への積層手段と同様
の手段を採用することができる。
【００６０】
　得られる有機ＥＬパネルとしては特に制限がなく、アクティブ方式フルカラーパネル、
カラーフレキシブルパネル、高分子正孔輸送層を有するパネル、パッシブ型高分子有機Ｅ
Ｌパネル等公知の形式のいずれでも良い。
【００６１】
　有機ＥＬパネルの製造方法においては有機ＥＬパネル製造工程後に、さらに、有機ＥＬ
パネルを硬質基板から剥離する工程を設けることが好ましい。剥離された有機ＥＬパネル
は、周知の方法で回収される。
【００６２】
　また、有機ＥＬパネル剥離工程においては、薄膜基板固定用粘接着シートの粘接着剤層
の粘接着力を低下させ、有機ＥＬパネル形成工程を経て得られた有機ＥＬパネルを硬質基
板から剥離させることが好ましい。
【００６３】
　粘接着剤層として活性エネルギー線硬化型粘接着剤層を有する薄膜基板固定用粘接着シ
ートを使用して仮固定した場合、活性エネルギー線（例えば、紫外線）を照射することに
より粘接着力を低下させることができる。活性エネルギー線照射の照射強度、照射時間等
の照射条件は、特に限定されるものではなく、適宜必要に応じて設定することができる。
　しかしながら有機ＥＬパネルの耐熱温度を考慮して、加熱により粘接着力を低下させる
ことにより有機ＥＬパネルを硬質基板から剥離させる場合には、その加熱温度を該耐熱温
度より低い温度とすべきであり、この点において、紫外線等の活性エネルギー線による剥
離を行う手段が好ましい。
【００６４】



(15) JP 2012-184324 A 2012.9.27

10

20

30

40

50

　粘接着剤層として熱剥離型粘接着剤層を有する粘接着性組成物を使用して仮固定した場
合、加熱することにより粘接着力を低下させることができる。加熱手段としては、粘接着
剤層を加熱して、含有する熱膨張性微小球等の発泡剤を速やかに膨張及び／又は発泡させ
ることができればよく、例えば、電熱ヒーター；誘電加熱；磁気加熱；近赤外線、中赤外
線、遠赤外線などの電磁波による加熱；オーブン、ホットプレートなどを特に制限なく使
用することができる。
　加熱温度としては、粘接着剤層が含有する熱膨張性微小球などの発泡剤が膨張及び／又
は発泡する温度であり、かつ形成した有機ＥＬパネルを損傷しない温度であればよい。
【００６５】
（電子ペーパー製造工程）
　本発明の薄膜基板固定用粘接着シート２を使用して電子ペーパーを製造する場合には、
薄膜基板３である電子ペーパー支持フィルムを硬質基板１上に貼り付けた薄膜基板固定用
粘接着シート２により仮固定した状態で、該電子ペーパー支持フィルム上にＴＦＴを形成
してドライバ層を得、さらに、該ドライバ層上に画像表示機能を有する表示層を貼り合わ
せて電子ペーパーを製造する。
【００６６】
　具体的には、ドライバ層は、まず、薄膜基板３である電子ペーパー支持フィルムを硬質
基板１に薄膜基板固定用粘接着シート２を介して仮固定し、仮固定された電子ペーパー支
持フィルム上にＴＦＴを形成することにより得られる。前記硬質基板１を構成する材料と
しては、貼り合わされる電子ペーパー支持フィルムを保持することができればよく、特に
限定されないが、電子ペーパー支持フィルムより硬質材料のものが好ましく用いられ、例
えば、シリコン、ガラス、ＳＵＳ板、銅板、アクリル板などが挙げられる。このような硬
質基板の厚さとしては０．０１～１０ｍｍ、さらには０．４ｍｍ以上（例えば、０．４～
５．０ｍｍ）が好ましい。
【００６７】
　硬質基板１上に薄膜基板固定用粘接着シート２を介して薄膜基板３である電子ペーパー
支持フィルムを貼り合わせる方法としては、硬質基板１と電子ペーパー支持フィルムとを
密着させることができればよく、例えば、ローラーやヘラ、プレス機などを使用して貼り
合わせることができる。
【００６８】
　電子ペーパー支持フィルムを構成する材料としては、表示層と貼り合わせた後にも柔軟
性を発揮することができる材料であれば特に限定されることはなく、例えば、ポリエチレ
ンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）などのポリエステル
からなるフィルムを使用することができる。また、電子ペーパー支持フィルムは、透明フ
ィルムであってもよく、不透明フィルムであってもよい。さらに、色印刷フィルムや、色
練り込みフィルム、必要に応じて金や銀、アルミニウムで蒸着した蒸着フィルムであって
もよい。
【００６９】
　電子ペーパー支持フィルムの厚さとしては、例えば２ｍｍ以下程度、好ましくは３μｍ
～２ｍｍ程度、特に好ましくは５μｍ～２ｍｍ程度である。
【００７０】
　電子ペーパー支持フィルム上に形成するＴＦＴの型としては、特に限定されることがな
く、例えば、スタガード（staggered）型、インバーテッド・スタガード（inverted stag
gered）型、コープレーナー（coplanar）型、インバーテッド・コープレーナー（inverte
d coplanar）型などを形成することができる。そして、トランジスタを構成する半導体層
やゲート絶縁膜、電極、保護絶縁膜などは通常のＴＦＴ形成と同様に真空蒸着やスパッタ
リング、プラズマＣＶＤ、フォトレジストなどの方法により、電子ペーパー支持フィルム
上に薄膜状に形成することができる。
【００７１】
　表示層は、画像表示機能を有する層である。表示層の画像表示形式としては、電気、磁
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気による表示機能を有するものであれば特に限定されることなく、例えば、ツイストボー
ル方式や、電気泳動方式、帯電トナー表示方式などを採用することができる。
【００７２】
　表示層と、ＴＦＴが形成された電子ペーパー支持フィルムとを貼り合わせる方法として
は、表示層と、ＴＦＴが形成された電子ペーパー支持フィルムとを密着させることができ
ればよく、例えば、ローラーやヘラ、プレス機などを使用して貼り合わせることができる
。
　また、表示層背面に、ＴＦＴが形成された電子ペーパー支持フィルムと接着するために
薄膜基板固定用粘接着シートが設けられている場合は特に必要としないが、表示層背面に
粘接着剤層が設けられていない場合は、一般的な接着剤を使用して、ＴＦＴが形成された
電子ペーパー支持フィルムを接着することができる。
【００７３】
　本発明に係る電子ペーパーの製造方法においては、電子ペーパー形成工程後に、さらに
、電子ペーパーを硬質基板から剥離する工程を設けることが好ましい。剥離された電子ペ
ーパーは、周知の方法で回収される。
【００７４】
　また、電子ペーパー剥離工程においては、薄膜基板固定用粘接着シートの粘接着力を低
下させ、電子ペーパー形成工程を経て得られた電子ペーパーを硬質基板から剥離させるこ
とが好ましい。
【００７５】
　薄膜基板固定用粘接着シートの粘接着剤層として活性エネルギー線硬化型粘接着剤層を
有する粘接着性組成物を使用して仮固定した場合、活性エネルギー線（例えば、紫外線）
を照射することにより粘接着力を低下させることができる。活性エネルギー線照射の照射
強度、照射時間等の照射条件は、特に限定されるものではなく、適宜必要に応じて設定す
ることができる。
【００７６】
　粘接着剤層として熱剥離型粘接着剤層を有する薄膜基板固定用粘接着シートを使用して
仮固定した場合、加熱することにより粘接着力を低下させることができる。加熱手段とし
ては、該粘接着剤層を加熱して、含有する熱膨張性微小球等の発泡剤を速やかに膨張及び
／又は発泡させることができればよく、例えば、電熱ヒーター；誘電加熱；磁気加熱；近
赤外線、中赤外線、遠赤外線などの電磁波による加熱；オーブン、ホットプレートなどを
特に制限なく使用することができる。
　加熱温度としては、該粘接着剤層が含有する熱膨張性微小球等の発泡剤が膨張及び／又
は発泡する温度であればよい。
【００７７】
（測定方法）
　多孔質基材となる基材の物性の測定
空孔率測定：空孔率（％）＝{（重量/密度）/容積}×１００として、多孔質膜の容積と重
量を測定し、多孔質膜素材の密度を用いて上式により、空孔率を求めた。 
【００７８】
　孔径・孔面積測定：多孔質膜に関して、走査型電子顕微鏡（ＳＥM）を用いて、写真撮
影を行い、その写真の画像解析から平均孔径を求めた。また、同時に平均孔面積を算出し
た。
【００７９】
　ＣＴＥ測定：穿孔を有する基材試料を各々３ｍｍの短冊状に切削し、引っ張り用にチャ
ックに挟み、ＭＤ方向とＴＤ方向についてＴＭＡ測定を行った。装置はエスアイアイ・ナ
ノテクノロジー製ＴＭＡ/ＳＳ６０００を用い、引っ張り法の測定モードを用い、荷重１
９．６ｍＮ、チャック間１０ｍｍ、温度プログラム：室温⇒２００℃、昇温速度：５℃/
分、測定雰囲気：窒素（流量２００ml/分）での１４０℃～１６０℃のＴＤ、ＭＤの平均
線膨張係数のＭａｘ値を１５０℃でのＣＴＥ値として算出した。
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【００８０】
（評価）
・加熱時薄膜基板浮き
　硬質基板となるガラス（０．５ｍｍ厚）上に下記実施例に基づき作成した３００ｍｍ×
３００ｍｍの両面タイプの粘・接着シートを貼り合わせた。さらにその上に薄膜基板とし
て東レ製カプトン１５０ＥＮ（厚み：３７．５μｍ）を貼り合わせにより固定した。この
後、１５０℃×１時間の条件で、ホットプレート上に置き、１時間経過までに面内に発生
した気泡の面積の割合（％）を記載した。評価はＮ＝３で行い、この平均値（％）を記載
した。
【００８１】
・加熱時基板位置ずれ
　硬質基板となるガラス（０．５ｍｍ厚）上に下記実施例に基づき作成した６００ｍｍ×
６００ｍｍの両面タイプの粘・接着シートを貼り合わせた。さらにその上に薄膜基板とし
て東レ製カプトン１５０ＥＮ（厚み：３７．５μｍ）を貼り合わせにより固定した。０．
５ｍｍ間隔で基板・ガラス上の同一位置上に標線を記入した。
　この後、１５０℃×１時間の条件で、乾燥機に投入・取り出し、室温３０分静置後に最
外周の標線の位置が薄膜基板とフィルム間で１ｍｍ以上ずれているものを位置ずれあり、
０．５ｍｍ以内であったものを位置ずれなしと評価した（Ｎ＝３）。また、取り出した際
に粘接着剤と薄膜基板の間で浮きが生じたものに関しては全体に対する浮き面積の割合（
％）を記載した。
【００８２】
・面内均一性
　硬質基板となるガラス（０．５ｍｍ）上に下記実施例に基づき作成した５０ｍｍ×５０
ｍｍの両面タイプの粘・接着シートを貼り合わせた。さらにその上に薄膜基板として東レ
製カプトン１５０ＥＮ（厚み：３７．５μｍ）を貼り合わせにより固定した。本サンプル
である薄膜基板表面に対し、中心から縦、横方向にそれぞれ１０ｍｍの距離を接触式表面
粗さ測定機（ＫＬＡ Tencor製 P-15）を用いて測定したＡ（Ｎ＝３）。この際、高さの最
大値と最小値の差が２０μｍ未満の場合、面内均一性は良好、２０μｍ以上の場合、不良
として評価を行った。
【実施例】
【００８３】
（粘着層Ａ）
　ブチルアクリレート４０モルに対し、エチルアクリレート４５モル、２－ヒドロキシエ
チルアクリレート２０モルを酢酸エチル中で、常法により共重合させた。２－ヒドロキシ
エチルアクリレートの側鎖末端ＯＨ基の７０％にし、２-メタクリロイルオキシエチレン
イソシアネートのＮＣＯ基を付加反応させ、末端に炭素-炭素２重結合を付与した重量平
均分子量５０万のアクリル系共重合体を含有する溶液を得た。
　次にアクリル系共重合体を含有する溶液１００重量部に対し、光重合開始剤（商品名「
イルガキュア127」ＢＡＳＦ製３重量部及びポリイソシアネート化合物（商品名「コロネ
ートＬ」、日本ポリウレタン製３重量部を加えて、アクリル系の紫外線硬化型粘接着剤溶
液を得た。
　本粘接着剤溶液を離型処理されたポリエステルフィルム上に塗布した後、１２０℃で５
分加熱架橋した。これにより厚さ１５μｍ厚の粘接着剤層を得た。
【００８４】
（粘着層Ｂ）
　２－エチルへキシルアクリレート２０重量部に対し、メチルアクリレート７０重量部、
アクリル酸１５重量部を酢酸エチル中で、常法により共重合させ、重量平均分子量７０万
のアクリル系共重合体を含有する溶液を得た。次にアクリル系共重合体を含有する溶液１
００重量部に対し、エポキシ樹脂（商品名「ＴＥＴＲＡＤ－Ｃ」、三菱ガス化学社製０．
２重量部を加えて、アクリル系の粘接着剤溶液を得た。
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　本粘接着剤溶液を離型処理されたポリエステルフィルム上に塗布した後、１２０℃で５
分加熱架橋した。これにより厚さ１５μｍ厚の粘接着剤層を得た。
【００８５】
（接着層Ｃ）
　ジエン系ブロック共重合体（タフテックＭ１９４３：旭化成工業株式会社製）１００重
量部、ロジン樹脂（ＫＥ６０４：荒川化学工業株式会社製）１０重量部、エポキシ樹脂（
ＴＥＴＲＡＤ－Ｃ：三菱ガス化学製）０．０５重量部、シランカップリング剤（ＫＢM-４
０３：信越化学工業株式会社製）１重量部およびトルエン４５０重量部を混合して、接着
剤ワニスを調整した。これを離型処理されたポリエステルフィルム上に塗布した後、130
度に加熱して溶剤を除去し、厚さ１５μｍの接着剤層を得た。
【００８６】
（接着層Ｄ）
　アクリルニトリルブタジエンゴム（ＰＮＲ－１Ｈ：ＪＳＲ株式会社製）１８重量部、エ
ポキシ樹脂（ＹＸ－４０００Ｈ：油化シェルエポキシ株式会社製）４４重量部、フェノー
ル樹脂（タマノールＰ－１８０：荒川化学工業株式会社製）３０重量部、イミダゾール（
キュアゾール２ＰＺ-ＣＮ：四国化成工業株式会社製）０．５重量部およびメチルエチル
ケトン２００重量部を混合して、接着剤ワニスを調整した。これを離型処理されたポリエ
ステルフィルム上に塗布した後、１３０℃に加熱して溶剤を除去し、厚さ１５μｍの接着
剤層を得た。
【００８７】
（ポリイミド多孔質基材Ａ）
　ＢＴＣ系ポリイミド（ブタンテトラカルボン酸とジアミノジフェニルエーテルを熱イミ
ド化したポリマー、日東電工株式会社製）１６重量部、ポリビニルピロリドン（Ｋ－９０
：アイエスピージャパン株式会社）７重量部、Ｎ－メチル－２－ピロリドン７１重量部お
よび水８重量部を混合して溶液を得た。
　この溶液を５０μｍのポリエステルフィルム上に、塗布、流延した後、水中に浸漬して
凝固させ、次いで洗浄、乾燥して相転換法によりコア材となる多孔質基材を厚み５０μｍ
にて形成した。
【００８８】
（実施例１）
　厚み１５０μｍのポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦE）の多孔質基材の両面に、温
度９０℃の条件にて粘着剤層Ａ、接着剤層Ｃをそれぞれ多孔質基材、粘接着剤層を接する
ように貼り合わせを実施し、穿孔を有する基材をもつ両面接着シートを作成した。なお、
粘着剤層Ａ、接着剤層Ｃをそれぞれ薄膜基板、硬質基板貼り合わせ面とした。
【００８９】
（実施例２）
　上述した、ポリイミド多孔質基材Ａに対し、粘着剤層Ｂの粘着剤層の面を９０℃にて貼
り合わせした後、多孔質基材に接する工程フィルムを除去した。さらにこの面に対し、接
着剤層Ｄが接するように、９０℃にて同様に貼り合わせをおこない、両面接着シートを作
成した。なお、粘着剤層Ｂ、接着剤層Ｄをそれぞれ薄膜基板、硬質基板貼り合わせ面とし
た。
【００９０】
（実施例３）
　東レ製カプトン１５０ＥＮ（厚み：３７．５μｍ）の基材に対し、粘着剤層Ａ、Ｂをそ
れぞれ６０℃にて貼り合わせを行い、両面粘着シートを得た。このシートを精密フィルム
パンチングマシーンＲＦＰ-Ｓ２０（ＵＨＴ社製）を用いて加工することで、０．２ｍｍ
２の円形の孔をシートの上面から下面に貫通させ、粘着剤層と基材が同一部分に貫通孔を
有する両面接着シートを作成した。なお、粘着剤層Ａ、粘着剤層Ｂをそれぞれ薄膜基板、
硬質基板貼り合わせ面とした。
【００９１】
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（比較例１）
　東レ製カプトン１５０ＥＮ（厚み：３７．５μｍ）の基材に対し、粘着剤層Ａ、Ｂをそ
れぞれ６０℃にて貼り合わせを行い、両面粘着シートを得た。
【００９２】
（比較例２）
　厚み１５０μｍのポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）の多孔質基材として空孔率
９６％のものを用いた他はすべて実施例１と同様の方法にて両面接着シートを作成した。
【００９３】
（比較例３）
　実施例３の両面シートを用い、このシートを精密フィルムパンチングマシーンＲＦＰ-
Ｓ２０（ＵＨＴ社製）を用いて加工することで、５ｍｍ２の円形の孔をシートの上面から
下面に貫通させ、粘着剤層と基材が同一部分に貫通孔を有する両面接着シートを作成した
他はすべて実施例３と同様の手順にて実施した。
【００９４】

【表１】

【００９５】
　実施例１～３においては、本発明にて規定する要件を満たす固定用粘接着シート及び薄
膜基板を使用することにより、加熱時においても薄膜基板に位置ずれや浮きを生じること
がなく、薄膜基板表面が平滑であるという顕著な効果を奏することを確認できる。
　これに対し、比較例１のように多孔質基材を使用せず、単に粘接着剤層を設けただけで
は加熱時浮きが９０％で加熱時基板位置ずれがみられた。これは加熱時において発生する
水等の気体が薄膜基板固定用粘接着シート上に滞留するため、薄膜基板がその気体によっ
て浮き上がることを示している。
　比較例２においては、多孔質基材の空孔率が９６％と高すぎるために、加熱時浮きと加
熱時基板位置ずれはみられないものの、面内均一性が不良であり薄膜基板の表面に凹凸が
見られた。
　比較例３においては、多孔質基材の孔面積を大きくしており、これにより加熱時浮きや
加熱時基板ずれはないものの、面内均一性が不良であり薄膜基板の表面に凹凸が見られた
。
【符号の説明】
【００９６】
１・・・硬質基板
２・・・薄膜基板固定用粘接着シート
３・・・薄膜基板
Ａ・・・パターン化
４・・・粘接着剤層
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【図１】

【図２】
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